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第1章 投标邀请

投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京海创微芯科技有限公司的委托，对下述项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。
1、 项目名称：先进MEMS工艺设计与服务北京市工程研究中心创新能力建设项目
2、 招标编号：BIECC-22CG0412
3、 招标内容：如下表，具体要求见第四章“技术规格及要求”。

	包号
	招标内容
	数量（台/套）

	01
	深反应离子刻蚀机
	1

	02
	氮化铝&钼溅射机
	1

	03
	涂胶显影一体机
	1


4、 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。
5、 购买招标文件时间、地点：
1、 时间：2022年6月24日起至2022年6月29日，每天09时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

2、 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

3、 招标文件售价：

每包人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2022年6月29日16:30前到账

	项目编号
	

	包号（有就写）
	

	公司名称
	

	纳税人识别号
	

	公司地址
	

	联系人
	

	联系电话
	


电子版招标文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai/

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

6、 投标截止时间及开标时间、地点：

1、 投标截止时间及开标时间：2022年7月15日上午9时30分（北京时间）。 

2、 投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510室（北四环学院桥东北角）。
7、 评标办法：综合评分法。
8、 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。
招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、赵雯
联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱： jowena@163.com
第2章 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内       容

	1
	项目名称：先进MEMS工艺设计与服务北京市工程研究中心创新能力建设项目
招标编号：BIECC-22CG0412

	2
	招 标 人：北京海创微芯科技有限公司
地    址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼三层329-04室

	3
	招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地        址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

	4
	投标截止时间和开标时间：2022年7月15日上午9时30分（北京时间）

	5
	开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510室（北四环学院桥东北角）

	6
	投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点

	7
	投标保证金：每包人民币2.00万元，具体要求见“投标人须知”第17条

	8
	投标有效期：90天（日历日）

	9
	投标文件纸质正本一份，纸质副本四份，电子文档（光盘或U盘）一套

	10
	招标代理服务费：本项目的招标代理服务费由招标人支付。


投标人须知

1、 说明

1. 适用范围
1.1. 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

2. 定义

2.1. “招标人”系指北京海创微芯科技有限公司，也称业主。

2.2. “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

2.3. “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

2.4. “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

2.5. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1. 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，能够开展正常经营活动。

3.2. 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

3.3. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

3.4. 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

3.5. 本项目不接受联合体投标。
3.6. 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。
4. 投标范围和投标费用

4.1. 投标人可对一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号拆开进行投标。
4.2. 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2、 招标文件

5. 招标文件的构成

5.1. 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

第1章 投标邀请

第2章 投标人须知

第3章 合同主要条款

第4章 技术规格及要求

第5章 附件--投标文件格式

5.2. 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人不承担责任。

6. 对招标文件的异议

6.1. 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

7. 招标文件的澄清或修改

7.1. 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

7.2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.3. 招标文件的澄清或修改书将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力。
7.4. 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。
3、 投标文件的编写

8. 投标要求

8.1. 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9. 投标语言

9.1. 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

10. 投标计量单位

10.1. 除在招标文件的“技术规格及要求”中另有规定外,计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

11. 投标文件的组成

11.1. 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：
（1） 投标书（附件1）

（2） 开标一览表（附件2）

（3） 投标报价明细表（附件3）

（4） 货物说明一览表（附件4）

（5） 技术参数偏离表（附件5）

（6） 商务条款偏离表（附件6）

（7） 投标人的资格证明文件（附件7）

（8） 法定代表人授权书（附件8）

（9） 投标人基本情况表（附件9）

（10） 业绩证明文件（附件10）
（11） 技术文件（附件11）

（12） 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件12）

11.2. 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。
12. 投标方案要求

12.1. 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

13. 投标报价

13.1. 投标报价为现场到货价，包括完成招标内容的产品设计、制造、运输、保险、安装、调试、验收、培训及相关技术服务等所有费用，还包括按照法律法规应交的全部税费。

13.2. 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件2）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

13.3. 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”。
13.4. 投标人按上述13.3款要求填写“投标报价明细表”是供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

13.5. 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将予以拒绝。

13.6. 除非招标文件另有说明，每个投标人只能有一个投标方案和报价，否则将予以拒绝。

14. 投标货币

14.1. 投标人需用人民币报价。

15. 投标人资格的证明文件和商务偏离

15.1. 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件7）,作为投标文件的重要组成部分。

15.1.1. 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

15.1.2. 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

15.2. 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件6）。

16. 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

16.1. 投标人应对招标文件第四章“技术规格及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术参数偏离表（附件5）。

16.2. 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分。

16.3. 上述证明文件包括货物主要技术指标和性能的详细说明、项目实施方案、售后服务方案等。

16.4. 投标人应提供货物从招标人开始使用至质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格等信息。

16.5. 本招标文件的“技术规格及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于或优于招标人所提技术规范的要求，并能使招标人满意。

17. 投标保证金

17.1. 投标保证金为投标文件的必须要件。

17.2. 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交每包人民币2.00万元的投标保证金，并作为其投标的一部分。
17.3. 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

17.4. 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标保函；其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标保函。

17.5. 投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后五日内予以退还。

17.6. 应按本须知第38条的规定交纳招标代理服务费。

17.7. 发生以下情况投标保证金将被没收：

17.7.1. 投标人在投标截止期后撤销投标。

17.7.2. 中标人无正当理由不与采购人订立合同。

17.7.3. 中标人在签订合同时向采购人提出附加条件。

17.7.4. 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金。

18. 投标有效期

18.1. 投标文件从开标日起有效期为90天。如果投标文件有效期不足90天，将导致投标无效。

18.2. 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，将被要求相应延长投标保证金的有效期。

19. 投标文件的签署及规定

19.1. 投标文件的纸质正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（附件8），并将其附在投标文件中。投标文件的纸质副本可采用纸质正本的复印件；若纸质正本和纸质副本不同，以纸质正本为准。

19.2. 投标文件的任何行间插字、涂改和增删须由签署投标文件的人在旁边签字并加盖公章才有效。

19.3. 投标文件（包括投标文件的补充文件、澄清函等）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、 投标文件的递交

20. 投标文件的数量、密封和标记

20.1. 投标人应提交一份纸质正本“投标文件”、四份纸质副本投标文件”和一份电子文档（光盘或U盘）。每份纸质投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。

20.2. 投标人应将纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）密封，并标明招标编号、项目名称及正本、副本或电子文档等信息。

20.3. 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金（投标保证金如是电汇，采用电汇底单复印件；如是网银，采用网银转账页面打印件）和投标优惠声明（如有）分别单独密封，与纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）分装，并作为投标文件的一部分同时递交。

20.4. 每一密封信封上注明“于      年   月   日    时之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

20.5. 投标人应将投标文件按20.1-20.4中的规定密封和标记后，按投标邀请中规定的开标地点送达招标人。

20.6. 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对“投标文件”的提前拆封不负责任。

20.7. 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

20.8. 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

21. 递交投标文件的截止时间

21.1. 所有投标文件（包括一份纸质正本“投标文件”、四份纸质副本“投标文件” 和一份电子文档（光盘或U盘）以及开标一览表、投标保证金和投标优惠声明）都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前送达招标人。

21.2. 出现第7.3款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间前递交。

21.3. 招标人将拒绝在投标截止时间后收到/递交的投标文件及未按20.2-20.4中的规定密封的投标文件。
22. 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

22.1. 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字方为有效。

22.2. 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

22.3. 投标人不得在投标截止时间之后撤销其投标文件。

5、 开标和评标

23. 开标

23.1. 招标人在投标邀请书中规定的时间和地点公开开标。投标人派代表参加并签到。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

23.2. 开标仪式由招标代理机构组织并主持。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，确认无误后交由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读所有在截止时间前收到投标文件的投标人名称、所投包号、投标价格、投标优惠声明（如有）、是否提交了投标保证金，以及投标文件的其他主要内容并加以记录，对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

23.3. 由招标代理机构对开标过程进行记录并由投标人代表签字确认。

23.4. 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容在评标时将不予考虑。

24. 评标委员会

24.1. 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会。

24.2. 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

24.3. 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

25. 对投标文件的审查和响应性的确定

25.1. 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件：

25.1.1. 是否满足本须知第3条合格投标人的标准。
25.1.2. 是否完整。

25.1.3. 是否正确签署有关文件。

25.1.4. 是否提交了所要求的投标保证金。

25.1.5. 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

25.2. 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

25.3. 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指：

25.3.1. 影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能等。

25.3.2. 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

25.3.3. 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

25.4. 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

25.5. 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.6. 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

25.7. “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权将其作无效投标处理：
25.7.1. 投标有效期不足90天的。

25.7.2. 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。
25.7.3. 未有效提交投标保证金的。
25.7.4. 未按要求加盖投标人公章的。
25.7.5. 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。
25.7.6. 未按要求签字的。
25.7.7. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
25.7.8. 投标人各包报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。
25.7.9. 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

25.7.10. 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

25.7.11. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

25.7.12. 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。
26. 投标文件报价错误的修正

26.1. 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

26.2. 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

27. 投标文件的澄清

27.1. 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。

27.2. 投标人必须按要求进行澄清，书面澄清答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3. 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清、说明。

28. 对投标文件的评审和比较

28.1. 评标委员会将对有效的投标文件进行评审和比较。

28.2. 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

29. 评标原则及主要方法

29.1. 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

29.2. 保护招标人的合法利益。

29.3. 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对各包所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

29.4. 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

29.5. 评标期间不接受任何价格调整。

29.6. 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对各包中每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对各包中同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。各投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该项目中标候选人。

本次01、02、03包评标满分为100分， 具体权重划分如下：
	序号
	评审因素及说明
	分值

	一、商务部分(15分)

	1.1
	基本情况：

考虑投标人的综合实力、资质证书、获奖情况等，良好得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。
	5

	1.2
	相关业绩：
投标人近三年相关业绩（2019年1月1日起至开标日止，以合同签订日期为准）:每提供1个有效业绩文件得2分，满分10分 。
	10

	二、技术部分（55分）

	2.1
	综合技术性能：

综合比较投标人所投设备技术指标，优秀得31-40分，良好得21-30分，一般得11-20分，较差得10分及以下。
	40

	2.2
	售后服务方案：

售后服务方案完善合理，针对性强得12-15分，良好得8-11分，一般得4-7分，较差得3分及以下。。
	15

	三、价格部分（30分）

	3.1
	以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分30分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=30-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=30-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。
	30


29.7. 反对不正当竞争。

30. 评标过程保密

30.1. 有关投标人的任何情况不得透露给任何其他投标人。
30.2. 有关投标文件的审查、澄清、评估、比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人和其他无关人员。
31. 与招标人/招标机构的接触

31.1. 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。
31.2. 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。
6、 定标

32. 定标准则

32.1. 招标人将把合同授予各包被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的投标人。

32.2. 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

32.3. 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该包评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
33. 资格确认

33.1. 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
34. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

34.1. 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

35. 结果公示和中标通知

35.1. 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于1日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。
35.2. 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。
35.3. 招标代理机构按规定退还投标保证金。
35.4. 《中标通知书》是合同文件的组成部分。
36. 签定采购合同

36.1. 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同。
36.2. 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分。
36.3. 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。
37. 腐败和欺诈行为

37.1. 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

37.1.1. “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

37.1.2. 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。
38. 招标代理服务费

38.1. 本项目的招标代理服务费由招标人支付。
38.2. 招标代理服务费执行《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，根据中标金额按差额定率累进法计算后收取，并按照代理协议约定给予相应优惠。
39. 招标文件的解释权

39.1. 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

第3章 合同主要条款

合同主要条款
1. 定义
1. “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
1. “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务，买方应支付给卖方的总金额。
1. “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。
1. “服务”系指合同规定卖方须承担的设备安装、调试、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。
1. “合同条款”系指本合同条款。
1. “买方（甲方）”系指通过招标采购，接受合同货物及相应服务的企业或单位。
1. “卖方（乙方）”系指中标后提供合同货物及相应服务的经济实体。
1. “现场”系指将要进行货物安装运行的地点。
1. “性能验收”是指根据合同规定进行的，用以确定合同设备是否达到合同规定的技术性能和保证指标的验收；性能验收在合同设备安装、调试完毕，投入正常运行后进行。
1. “最终验收”是指买方对合同设备质保期满后的验收。
1. “天” 系指日历天数。
1. “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
1. “采购合同”指在本招标文件框架下，买方同卖方签订的具体采购法律文书。
2. 适用范围
2. 本合同条款适用于本次招标活动。
2. 本合同条款是买卖双方签订“采购合同”的依据，并不代表最终合同。中标后卖方依据本合同条款另行与买方签订具体的“采购合同”。
3. 原产地
3. 原产地系指货物的生产地。
3. 货物的原产地有别于卖方的国籍。
4. 技术参数和标准
4. 本合同项下所供货物的技术参数和标准应与本招标文件“技术参数及要求”规定的标准相一致。若本招标文件“技术参数及要求”中无相应规定，货物则应符合相应的国际标准或国家有关部门最新颁布的相应标准。
4. 除非技术参数中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
5. 专利权
5. 卖方保证买方及其用户在使用其货物及其任何部分过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用；买方由此造成的一切损失，均由卖方承担。
5. 卖方保证买方及其用户享有合法的使用。
6. 使用合同文件和资料
6. 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
6. 没有买方事先书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第6.1所列举的任何文件和资料。
6. 除了合同本身以外，合同条款第6.1条所列举的任何文件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。
6. 对于卖方和/或其人员在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，卖方应承担保密义务。未经买方事先的书面许可，卖方不得利用或披露这些商业秘密信息。
7. 包装、装运标记、运输和保险
7. 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
7. 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
7. 卖方应在每一包装箱相邻四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记，包括收货人、合同号、发货标记、收货人编号、目的地、货物名称、品目号和箱号、毛重/净重（用公斤表示）、尺寸（以长×宽×高用厘米表示）。
7. 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。
7. 卖方负责办理将货物运抵招标文件或合同规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中，买方不另行支付。
7. 卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险，相关费用应包括在合同总价中。
8. 支付
8. 本合同项下的付款方法和条件详见技术参数及要求中的具体条款：
9. 技术资料
9. 除招标文件的“技术参数及要求”中另有规定外，卖方应准备与合同设备相符的技术资料，并与所购产品同时送到买方，包括：安装配置手册、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。
9. 上述完整资料应包装好随每批货物一起发运。
10. 价格
10. 除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标一致。
11. 保证
11. 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后7天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有在规定期限内弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
11. 自接到中标通知书起至买方签定采购合同时，如某个产品更新换代，用户又需要新产品，在不超过中标价格且新产品的性能不低于原中标产品的情况下，中标方应按本次投标产品的折扣率提供新产品。
11. 卖方必须出具技术支持、服务保障能力的保证，必须出具供货及供货期保证，对买方远期产品支持的保证，备品备件供货保证。以上保证书作为合同附件。
11. 除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为全部设备初验合格后12个月。
12. 设备检验、安装、调试和验收
12. 买方或其代表应有权检验和/或检测货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术参数将说明买方要求进行的检验和检测，以及在何处进行这些检验和检测。买方将及时以书面形式把进行检验和/或检测的买方代表身份通知卖方。
12. 检验和检测可以在卖方或制造商的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或制造商的所在地进行，卖方应免费为买方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。
12. 合同设备的性能验收由买方负责组织，卖方参加。性能验收应按附件技术参数书内容或相关标准进行。合同设备性能验收完毕后，需达到附件技术参数书规定的各项性能指标保证值。
12. 如果合同设备在性能验收时有一项或多项达不到本合同附件技术参数书所规定的性能保证值时，则由卖方采取措施予以尽快解决，并承担由此给买方造成的费用和损失。
12. 合同设备经过性能验收合格后30日内，买方向卖方签发初步验收证书。初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截止出具初步验收证书时可以按合同要求予以接受，不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据。
12. 最终验收：合同设备质保期结束后，如果设备未出现质量问题，且下述先决条件被满足，则买方向卖方签发最终验收证书。买方出具最终验收证书的先决条件是：卖方应完成买方在质保期满前提出的索赔。该证书仅作为清付合同设备质量保证金的依据。同样，最终验收证书也不能被视为卖方对所供设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷应负责任已被解除的证据。卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应延长到质保期终止后一年。当发现这类潜在缺陷时，卖方应按照工程进度及合同规定进行修理或调换。
12. 如果任何被检验或检测的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
12. 买方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、检测及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从卖方或制造商启运前通过了买方或其代表的检验、检测和认可而受到限制或放弃。
12. 卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给付款人付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终确认。
12. 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请主管部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔，检验费用由卖方承担。
12. 卖方应负责设备安装、调试，解决在安装、调试中设备存在的异态和缺陷；并负责设备验收合格和设备正常运转成功。
12. 买方有权对中标合同货物设备按国家规定进行质量抽查检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。
12. 无论买方或代表是否参加了出厂检验，也无论是否签了验收报告，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。
13. 伴随服务
13. 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括招标文件规定的附加服务（如果有）：
13. 实施所供货物的现场安装、调试和试运行。
13. 提供货物安装和/或维修所需的工具。
13. 为所供货物进行零部件或整机的维护或更换。
13. 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行检查、维修、调优或升级，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。
13. 对买方人员进行培训。
13. 卖方提供的伴随服务的费用必须包含在货物的合同价中。
13. 卖方应提供招标文件中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。
14. 备品备件
14. 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：
14. 买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。
14. 在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先半年将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件。
14. 在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。
14. 卖方应按照招标文件中的规定提供所需的备品备件。
15. 索赔
15. 卖方对货物与招标文件或合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内或质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：
15. 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用。
15. 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
15. 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。
15. 如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以书面答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付合同款或卖方提供的履约保证金或质量保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
15. 买方如在合同执行期内发现合同设备存在设备缺陷或潜在缺陷，应立即通知卖方，卖方如果没有在合同规定时间内弥补缺陷，则每延迟一周（不满一周按一周计算），卖方应向买方支付合同总价1%的违约金,并且买方还可以采取必要的补救措施，消除缺陷，但其风险和费用将由卖方承担,同时买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。
15. 卖方未按本合同约定履行运输、包装、标记义务，每发生一次，卖方应向买方支付合同总价的0.5%的违约金。
16. 延期交付与误期赔偿
16. 卖方应按照招标文件中规定的交货时间交货。
16. 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交付时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。
16. 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第24条规定的不可抗力除外），在卖方同意支付误期赔偿的条件下，买方将同意延长交付期。误期赔偿的支付将由买方从未付合同款中扣除。误期赔偿比率为每迟交7天，按迟交货物金额的1%，不满7天按7天计算，但是，误期赔偿的支付不得超过合同总金额的5%。如果卖方在达到误期赔偿的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述延期交付的误期赔偿金。
17. 违约终止合同
17. 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方有权终止全部或部分合同：
17. 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。
17. 卖方未能履行合同项下的任何其它义务。
17. 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。
17. 卖方未能按照本合同约定履行质保义务的。
17. 一旦买方根据第17.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似的未交付部分的货物，卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。
18. 破产终止合同
18. 当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或不影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。
19. 因买方的便利而终止合同
19. 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。
19. 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：
19. 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或
19. 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。
20. 变更指示
20. 买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：
20. 合同项下需要为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格。
20. 装运方式和包装方式。
20. 交付地点。
20. 交付时间。
20. 卖方须提供的服务。
20. 若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后15天内根据本款提出调整的实施意见。
21. 合同修改
21. 对合同条款作出任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。
22. 转让与分包
22. 本合同不允许转让。
22. 除买方事先书面同意外，本合同不允许分包。
23. 争议解决
23. 如因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均应向买方所在地人民法院提起诉讼。
24. 不可抗力
24. 签约双方任一方由于受不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
24. 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
24. 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
25. 税费
25. 根据国家现行税法向买方征收的与履行本合同有关的一切税费由买方负担。
25. 根据国家现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方负担。
25. 发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。
26. 适用法律
26. 本合同应按中华人民共和国的法律解释。
26. 其它适用的法律是指行政法规，部门规章或买方所在地的地方法规、地方规章。
27. 主导语言与计量单位
27. 合同书写应用中文，买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。
28. 通知
28. 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
28. 通知以送达日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。
29. 监理
29. 本项目不实行监理制。
30. 履约保证金
30. 本项目不需提交履约保证金。
31. 合同生效及其它
31. 合同正本陆份，买方、卖方各执叁份，具有同等法律效力。
31. 除非合同中另有说明，本合同经双方签字加盖单位公章并在乙方提交履约保证金后即开始生效。
31. 下列文件属本合同的依据和附件，具有同等的法律效力：
31. 中标通知书。
31. 中标人的投标文件（包括澄清函等）。
31. 招标文件（包括补充/修改文件等）。
31. 双方授权代表签字并指明的书面文件。
31. 如果本合同货物在其所在国需要出口许可证，由卖方负责处理，并承担有关费用。
31. 卖方须按招标文件中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。
31. 合同的终止期到货物质量保证期满为止，但双方因争议产生的索赔不受此限制。
31. 本合同条款为采购合同的框架，买卖双方在签订具体采购合同时可以根据招标文件和中标人的投标文件进行调整，但不得违背其实质性内容。
第4章 技术规格及要求

1、 招标内容
	包号
	招标内容
	数量（台/套）

	01
	深反应离子刻蚀机
	1

	02
	氮化铝&钼溅射机
	1

	03
	涂胶显影一体机
	1


付款方式：合同签订后付货款的10%为预付款，合同签订后60天或货物发货后付货款的70%，货物到交货地点后付10%货款，验收通过后付10%尾款。

交货地点：北京海创微芯科技有限公司
交货期：不超过13个月

二、技术参数（01包）

1. 发货前验收测试
业主派遣员工在厂商发货前做预先的验收工作. 协议中至少要包括对腔室硬件的检查, 晶圆传送处理和所有关键工艺仪器的功能测试, 气体控制，压力控制，N2等离子体阻抗匹配测试等. 业主也将在装运前的验收过程中需要设备具有功能齐全的晶圆处理系统和所有的工艺腔体来运行晶圆传送和O2/N2等离子体测试，以显示工具处于有效的装运状态

2. 安装及验收测试
供应商在业主FAB内完成装机之后将执行安装验收协议，该协议将至少包括对供应商安装协议的审查，以及系统的全部功能检测，包括EMO测试、晶圆处理和工艺示范。
3. 最终验收试验
这一系列的测试是为了确定腔室在较长一段时间内的稳定性 （供应商预计不会在现场）. 该系统将在试生产中运行4周，在此期间所有工艺和设备参数将被监控. 当所有测试都已完成并通过，所有订购的部件都已交付时，系统将被视为可以验收。

1.平台以及配置 （蚀刻平台）
a)  腔体用于si DRIE process ： 2个 DSI-V腔  
b) 所有备件来源都必须是 OEM全新 

c) 冷却腔 x1

d) 理片腔 x 1

2.供应商将在设备发货前三个月向业主公司提供完整的厂务需求。

3.硬盘驱动器必须为双高清型，CTC配备了DVDRW和USB连接外部驱动器。

系统应配备以下部件:
	项目
	要求

	1.1
	陶瓷库仑多极静电吸附, 能够耐受无晶片的plasma clean

	
	

	1.2
	供应商推荐气体管路

	
	

	1.3
	供应商在交货前建议并由业主确认选用 Adixen或爱德华兹及供应商磁悬浮涡轮分子泵的型号

	1.4
	爱德华兹干泵，供应商推荐的型号/泵送速率

	
	业主在安装现场购买并提供泵

	1.5
	Brooks GF125/135 PTI/Multi-Flo 质量流量控制器

	
	

	1.6
	Clarital光学端点检测能够检测Bosch (switched) 深硅蚀刻端点>0.5%开放面积 停止于氧化物

	
	-Readiness of inter-wafer clean in the high pressure O2 step

	1.7
	198 mm i.d. 晶片边缘保护功能包括 – 升或降

	
	可选择的位置配方

	1.8
	带触摸屏的工具背面的附加软件控制站，

	
	键盘和鼠标


2.
Wafer 传送要求
	项目
	要求

	2.1
	盒对盒处理

	
	

	2.2
	具有大型安装基础和可靠记录的机器人

	
	

	2.3
	定向的可能性，以禁用透明基板

	
	

	2.4
	晶圆盒型integris KA198系列Stat-Pro 3000 (PEEK)或equivalent ePak t系列

	
	-业主 to 将按要求提供样品晶圆盒

	2.5
	晶圆基于SEMI/JEIDA标准

	
	-
	晶圆尺寸200mm 

	
	-
	SOI结构

	
	-单面或双面抛光处

	
	-晶圆片的一面或两面有图形

	
	-穿透蚀刻结构，可以部分透明

	
	厚度范围300 - 1500µm


3.
软件要求
	项目
	要求

	3.1
	通过VPN/Internet连接进行远程访问

	
	


	3.2
	机器使用寿命的免费标准软件升级

	
	商定规格，解决安全问题和/或修复bug

	3.3
	工厂主机的SECS接口

	
	


	4.  安装要求
	

	
	
	
	

	
	项目
	
	要求

	
	4.1
	设备需预先清洗、包装和运输均需根据洁净室的要求满足洁净要求


	5. 厂务需求
	

	
	
	

	
	项目
	要求

	
	5.1
	在从供应商处装运之前，公用设施的条目必须得到同意

	
	
	

	
	5.2
	电力230Vac /400Vac三相，中性点和地线

	
	
	

	
	5.3
	真空泵在400VAC工作

	
	
	

	
	5.4
	废气排放由供应商推荐合适的使用点及适用于该设备工艺的废气减排工具/方法


6.
对供应商要求
在接受订单后的14天内，供应商将向业主确定现场工程支持的主要和次要联系人。服务时间为0:00 - 24:00，在业主呼叫服务工程师后2小时内给予业主现场工程支持。
	项目
	要求

	6.1
	供应商服务工程师现场响应时间< 2小时

	
	

	6.2
	在机器停机的情况下，电话/电子邮件响应时间< 1小时。

	
	

	6.3
	如果全球有现货，备件可在12小时内发货

	
	


	7.  性能要求
	

	
	
	

	
	项目
	要求

	
	7.1
	Uptime > 90%

	
	
	

	
	7.2
	MTBF-e > 300h

	
	
	

	
	7.3
	MTTR-e < 4h

	
	
	

	
	7.4
	MTBC >1000 plasma hours,  取决于工艺/产品组合



	
	
	


	8. 维护要求
	

	
	
	
	

	
	项目
	要求

	
	8.1
	供应商应协助业主工程师完成PM 程序的定制。程序的初始版本为 应在最终验收前完成。

	
	8.2
	供应商应负责执行所有纠正和从验收之日起对工具进行12个月的预防性维护，注意:不包括标准和突然室清洗

	
	
	

	
	
	


9.
备件要求
	项目
	要求
	

	9.1
	快速更换室清洁工艺套件2套(工艺交换套件)

	9.2
	TBD
	

	
	-
	消耗品备件 which are scheduled to be

	
	
	replaced

	
	-
	Strategic spare parts like valves or I/O boards

	
	
	which are not scheduled to be replaced but having

	
	
	them onsite would likely improve system uptime

	
	
	


            供应商应为每个平台提供2套可消耗品备件和2套蚀刻高正常运行时间备件（PM工艺套件）

10. 安全要求
	项目
	要求

	10.1
	设备应满足所有部件和整体的CE要求

	
	

	10.2
	设备应符合SEMIS2的安全规定

	
	


11. 手册和图纸
	项目
	要求

	11.1
	手册光盘/ pdf文件（供应商零件号和 全部功能描述 必须附加在其中）

	11.2
	供应商将在收到订单三周后提供有关工具占地面积和设施的CAD图纸


12. 培训相关
	项目
	要求

	12.1
	安装期间的基本操作培训，2天/4人

	
	

	12.2
	在 业主现场进行1-2周的高级操作和维护培训，括软件、硬件和流程。内容及数量，安装完成后，需商定参与者。



13. 工艺验收
业主选择了四种不同工艺体系的工艺来验证腔室功能，以供最终验收。 除此之外，供应商将为业主提供以下标准流程。  

	需求编号
	需求

	13.1
	晶圆正面和背面颗粒数少于50颗(大小 > 0.2µm)

	
	

	
	-   所有气体全流量30秒

	
	-   测颗粒数之前要运行的程序:

	
	*3 wafers of 5min switched HF

	
	*1wafer of 20min switched HF

	
	*晶圆之间有腔室清洗
供应商: 

背面颗粒: 无. 晶圆在加工过程中与ESC完全接触.

正面颗粒: 标准规格是<0.2/cm2 @ >0.3µm,气体打开,没有射频.  

	
	


工艺 1: 沟槽刻蚀1
刻蚀170um深的沟槽，停在硅上。剖面形貌控制和吞吐量是两个最重要的参数。 掩膜为7.5 μ m正胶。  

目前的吞吐量是每小时1.2片，目标值是每小时1.5片
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倾斜的扫描电镜图像表明了需要测量的“沟槽”和“手指”结构。注意，测试晶圆不能有上面样品图中那样的隐埋腔或者隐埋氧化物。

工艺 2: 深沟槽刻蚀
刻蚀500um深的沟槽，剖面形貌控制和吞吐量是两个最重要的参数。在顶部30µm处可以出现小的外伸和侧壁损伤，但从30µm向下到底部，刻蚀必须是直的或闭合的形貌，以便于填槽。 
目前的吞吐量是每小时0.8片，目标值是每小时1片
	衬底材料
	
	
	

	
	晶向 <100>硅

	衬底尺寸 (直径)
	200mm

	衬底厚度
	725µm

	1. 要刻蚀的材料:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	顶层
	
	

	
	
	
	

	类型
	晶向 <100>硅
	

	厚度 (可以蚀刻的深度)
	
	

	
	725µm
	

	均一性
	
	

	
	±5µm
	

	2.掩摸描述:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	顶层
	

	
	
	

	类型
	光刻胶
	
	

	
	(正胶)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	厚度
	
	
	

	
	10µm
	
	

	均一性
	
	
	

	
	< 1 %
	
	

	暴露的硅区域面积
	
	
	

	
	5%
	
	

	烘烤温度
	110-120°C
	
	

	
	
	
	

	紫外线处理
	
	
	

	
	Yes
	
	

	步进/投影曝光
	
	
	

	
	步进式
	
	

	特征尺寸大小
	20 µm
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	特征图形形状 (即
	
	
	

	
	圆形
	
	

	
	
	
	

	线, 圆, 矩形, 等.)
	
	

	
	
	
	

	晶圆上的最小特征尺寸
	
	
	

	
	20 µm
	
	

	晶圆上的最大特征尺寸
	
	
	

	
	70 µm
	
	


	
	特征值
	
	优先级
	
	最低要求
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	五点均一性 ((最大-最小/(2*平均))
	2
	
	+/- 5%
	

	
	
	
	
	

	蚀刻深度
	
	
	

	
	1
	
	525 - 475 µm
	

	深度可重复性
	
	
	
	

	
	2
	
	+/- 2%
	

	掩摸选择比 
	3
	
	掩摸有剩余
	

	
	
	
	
	

	(或者蚀刻后掩摸剩余厚度)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	蚀刻剖面形貌 (正开口 还是负开口)
	
	
	
	

	
	1
	
	闭合形貌
	

	
	
	
	
	
	

	弓形
	1
	
	30µm深度以下区域，不允许
	

	
	
	
	
	弓形形貌
	

	底部尺寸
	
	
	

	
	3
	
	>4µm
	

	侧壁粗糙度
	
	
	

	
	4
	
	<1µm
	

	掩摸底切(一边)
	
	
	

	
	3
	
	< 2 µm
	

	蚀刻终点控制
	
	

	
	n.a
	
	n.a
	

	底部粗糙度/平坦度
	
	

	
	n.a.
	
	n.a
	

	视觉标准
	
	
	2µm 深度以下
	

	
	2
	
	区域，没有侧
	

	
	
	
	
	壁吃穿
	

	蚀刻底部凹口
	
	

	
	n.a
	
	n.a
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图 4. 工艺2掩摸设计. 绿色区域会被刻蚀. 开口区域面积占比 ~5 %


图 5. 工艺 2, 10 µm 沟槽对准标记.

工艺 3: 腔蚀刻
这是一种用于消费者应用的高容量腔蚀刻，其中剖面形貌和吞吐量是最重要的参数。一个400µm的双面抛光(DSP)和双面图案化的晶圆基底被刻穿 ，停在多层膜上。 剖面需要呈现轻微凹角，最大尺寸差值（底部-顶部）为40μm，对应于2.9°的负剖面。

目前的吞吐量是每小时2片，目标值是每小时2.2片
	衬底材料
	Si <100>

	衬底尺寸(直径)
	200mm

	衬底厚度
	400µm +/-10µm

	1. 要刻蚀的材料:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	顶层
	
	

	
	
	
	
	
	

	类型
	Si <100>
	

	厚度 (蚀刻深度)
	400µm
	

	均一性
	±10
	
	

	2.掩摸描述:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	顶层
	

	
	
	

	类型
	PR (Positive)
	

	厚度
	6µm
	
	

	
	
	
	
	
	n/a (stop on
	
	

	均一性
	oxide/nitride/poly
	
	

	
	
	
	
	
	membrane)
	
	

	硅暴露区域面积占比
	~25%
	
	

	烘烤温度
	110-120°C
	
	

	紫外线处理
	
	
	

	
	yes
	
	

	步进式/投影曝光
	1X
	
	

	特征尺寸大小
	大圆孔
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	特征图形形状
	孔
	
	

	(即线, 圆, 矩形, 等.)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	只有一种特征
	
	

	晶圆上的最小/大特征尺寸
	直径=640µm (早期设计)
	
	

	
	
	
	
	
	直径=670 µm (最新设计)
	
	


3. 下层结构:

	
	
	
	顶层
	第二层

	
	类型
	Thermal
	Nitride

	
	
	SiO2
	

	
	
	
	
	

	
	厚度
	500nm
	500nm

	
	均一性
	<3%
	~5%

	
	沉积方法
	Wet
	LPCVD

	
	Topography present?
	No
	No

	
	
	
	
	

	
	特性
	
	优先级
	最低要求

	
	
	
	
	

	
	蚀刻速率
	2
	See above

	
	均一性
	3
	< 4%

	
	
	
	

	
	蚀刻深度
	1
	400um

	
	
	
	

	
	跑货可靠性
	3
	< ±3%

	
	
	
	

	
	掩摸选择比 (或者蚀刻后掩摸剩余厚度)
	1
	光刻胶剩余

	
	
	
	

	
	底层选择比 
	2
	125:1

	
	
	
	

	
	(或者最大允许消除量)
	
	

	
	
	
	

	
	蚀刻剖面形貌 (正开口 还是负开口)
	1
	开放型

	
	
	
	

	
	
	
	(凹角)

	
	
	
	
	

	
	 从顶部到底部尺寸差值
	1
	<40 µm

	
	
	
	

	
	弓形
	X
	n/a

	
	
	
	

	
	侧壁粗糙度
	X
	n.a.

	
	
	
	

	
	掩摸底切(一边)
	1
	<1,5µm

	
	
	
	

	
	蚀刻终点控制
	1
	Yes

	
	
	
	

	
	底部粗糙度
	X
	n/a

	
	
	
	

	
	顶部损伤
	1
	None

	
	
	
	

	
	视觉标准
	
	
	没有>1µm侧壁缺陷

	
	蚀刻底部凹口
	
	<300nm




图 6. 工艺3 掩摸设计近景照片
工艺 4: 器件/释放刻蚀
对于这种梳状刻蚀，光滑的侧壁连同剖面形貌和CD控制是关键参数。 蚀刻停在器件层下面的底部晶圆的预处理和未覆盖的开口硅腔上。  

目前吞吐量是每小时2片，目标值是每小时2.5片

	衬底材料
	粘接晶圆 60/725µm

	衬底尺寸(直径)
	
	200mm

	衬底厚度
	
	
	785µm

	1. 要刻蚀的材料:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	上层
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	类型
	Si <100>
	
	

	厚度 (蚀刻深度)
	
	
	

	
	60µm
	
	

	底部/器件晶圆均一性
	
	
	

	
	±7/±2µm
	
	

	2. 掩摸描述:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	上层
	

	
	
	
	
	
	
	

	类型
	光刻胶
	
	

	
	(正胶)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	厚度
	
	
	

	
	4,3 µm
	
	

	均一性
	
	
	

	
	< 3 %
	
	

	侧壁角度
	7°
	
	

	
	(闭合型)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	硅暴露区域
	
	
	

	
	~ 5 %
	
	

	特征尺寸大小
	宽度3µm 
	
	

	
	
	
	

	特征图形形状
	疏指
	
	

	(即线, 圆, 矩形, 等.)
	
	
	

	晶圆上的最小特征尺寸
	
	
	

	
	2µm 间隙
	
	

	蚀刻深宽比
	
	
	

	
	30:1
	
	

	晶圆上的最小特征尺寸
	6µm 间隙
	
	

	蚀刻深宽比
	10:1
	
	


	
	特征
	
	优先级
	
	最低要求

	
	
	
	
	
	



	均一性
	
	3
	
	
	n.a.
	

	
	
	
	
	
	
	

	蚀刻深度
	
	
	
	

	
	
	x
	
	
	60
	

	跑货可靠性
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	< ±3%
	

	掩膜选择比 (或蚀刻后掩膜剩余厚度)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	   
	2
	
	
	>20:1
	

	下层选择比 (或允许最大消除量
	
	
	
	
	
	

	
	
	x
	
	
	n/a (硅)
	

	梳指顶部宽度
	
	1
	
	
	3±0.10µm
	

	
	
	
	
	
	
	

	最小宽度
	
	1
	
	
	3±0.25µm
	

	
	
	
	
	
	
	

	底部宽度
	
	1
	
	
	3±0.5µm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	负性 (凹角)
	

	蚀刻剖面形貌
	
	1
	
	
	最大0.5度
	

	侧壁粗糙度
	
	1
	
	
	< 100nm
	

	
	
	
	
	
	
	

	掩摸底切 (一边)
	
	1
	
	
	< 0.1µm
	

	
	
	
	
	
	
	

	蚀刻终点控制
	
	4
	
	
	可满足
	

	
	
	
	
	
	
	

	底部粗糙度/平坦度
	
	3
	
	
	n/a
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	视觉标准
	
	2
	
	
	侧壁没有肉眼
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	损伤
	

	侧壁损伤
	
	2
	
	
	<0,15µm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




图 7 图形布局特写. 白色区域是可蚀刻硅.
小间隙 = 2µm, 大间隙 = 6µm

三、技术参数（02包）

1. 装运前验收
业主将在工具装运前在供应商现场进行装运前测试。作为最低要求，该协议将包括对腔室硬件的审查、晶圆处理的功能测试以及所有工艺关键仪器，如夹紧、气流和压力控制、阻抗匹配。工程中心 还需要能够使用功能齐全的晶圆处理系统在所有工艺室中运行晶圆传输，以表明设备处于待装运的有效状态。

2. 安装验收试验

安装验收协议将在供应商完成安装后在业主处进行。该协议将至少包括对供应商安装协议的审查、设备的全部功能，包括EMO测试、晶圆处理和符合商定规范的工艺演示。

3．通用规范
3.1系统必须符合SEMI E78 1级静电规范
3.2如果本文件中有任何项目与正式会议协议冲突，应遵循会议协议的结论。

3.3为满足本采购规范中的设备指标而进行任何类型的升级和现场变更和安装（包括软件升级和安装）不能额外向业主收费。

4. 最终验收测试_FAT

这一系列的试验是为了确定腔室在较长一段时间内的稳定性。供应商预计这段时间不会在现场。该系统将在预生产阶段运行8周，在此期间将对所有工艺和设备参数进行监控。当所有测试完成并通过，订购的所有部件交付后，该系统将被视为合格。 

5. 需求清单
主机/工艺腔室配置：
真空传输模块及以下腔室：
上料台x 2

带辅助模块的传输腔 x 1
ICP腔 x 1

冷Mo腔 x 1

热Mo腔 x 1

AlN腔 x 1 

AlScN/AlN腔x 1

5．1系统硬件及配置

5.1.1  基本单元：集成真空传输模块组成
5.1.1.1真空传输模块（VTM8）

· 八面铝制腔室，带有6个半/MESC端口，用于工艺模块

· 2个用于负载锁的端口和6个用于处理装置的端口，泵法兰DN 200 ISO-K，   氟橡胶密封

· 带观察窗和盖提升装置的腔室盖

· 低温泵系统CTI车载8“IS，DN 200 ISO-CF，带快速再生的智能低温泵系统

· Inficon BPG 400软通风功能和真空计

· 磁力驱动双盘搬运机器人，最大负载0.4kg

· Brooks机器人和具有实时功能的运动控制器-自动晶圆定心（AWC）

· 用于标准硅片晶片处理的末端执行器（Al2O3，3-杆）

· 热反射器，标准晶片传感器套件

· 自动模块和运动控制器

· 集成传输模块控制器（双服务器），带输入/输出子系统，100 MB以太网

· 处理器底座内置的综合介质分配系统（水、气、压缩空气、电力）

5.1.1.2两个盒式装载模块
· 带自动操作门和大观察口的铝制装载盒上料室

· 带先进晶圆映射功能和自动原位晶圆盒检测、原位晶圆滑出和转移检测的卡式升降机

· 符合人体工程学的盒式加载端口

· DN ISO 100-K泵法兰

· 高压涡轮泵Pfeiffer HiPace 300

· 高压闸阀VAT系列12 DN 100

· 泵/通风/软通风用真空计Inficon和VAT阀

· 输送阀VAT系列02单阀VAT，氟橡胶密封，闸阀

· 可通过负载锁维修

· 2个金属上料盒（25个插槽）

5.1.2 支持系统
5.1.2.1 主设备控制电脑
· Windows 10、客户以太网接口RAID硬盘系统、热插拔键盘、鼠标和17英寸触摸屏
· 符合半导体工业标准的设备软件，用于控制系统

系统具有：
-图形用户界面
-报警处理
-菜单，用于工艺菜单编辑

-真空管理
-操作账号登录管理
-晶圆跟踪
-晶圆传输控制器
-系统手动控制
-过程数据记录和存储<=每1秒

· GEM/半导体工业标准
· 控制软件PTO

5.1.2.2 支持系统
· Edwards XDS35l用于标准前置真空泵系统，两台干式泵用于LLs和脱气  器，一台用于高压泵，一台用于辅助装置，Inficon PSG 400真空计

· 一台冷冻压缩机IS 1000，配备智能He管理系统

· 电源（交流/直流）配电和控制系统核心机架柜（CE）（2台），与洁净室兼容，靠近洁净室-空调（水冷）

· 介质供应接口（水、气体、压缩空气）

· EMO和安全控制回路

· 电缆、管道（20m）的扩展布局，Pinnacle plus电源除外（10m）

· 控制系统集成UPS（不间断电源）

· 带用户界面的洁净室墙

5.1.2.3漏水检测
· 部件下方VTM、SPMs、压缩机和冷却器（如果购买的一部分）的漏水检测套件

5.1.2.4 档案文件
· 一套纸质用户手册和电气示意图

· 用户手册涵盖安装、操作和维护

· 在线提供备件目录、装配图和部件手册

· 1:1聚酯薄膜模板

5.1.2.5 TU1-传输中转腔室
· 具有辅助模块的晶圆传输中转腔室，具备一次传送6片晶圆的能力
5.1.2.6 TU2-晶圆除气室
· 气体传导脱气模块，集成在传输模块中
5.1.2.7 TU3-晶圆对准器
· 晶圆对准器ALG202，可集成在传输模块中的八英寸晶圆对准单元
5.1.2.8  TU4-残余气体分析RGA

· MKS eVision-2，带软件集成和1个分析头

5.1.2.9  TU5-晶圆冷却器
· 集成在传输模块中的快速晶圆冷却模块

5.1.3 工艺腔室单元
5.1.3.1 ICP预处理（表面刻蚀）模块

· 不锈钢腔室（水冷式），带CF-F法兰（磁控管法兰除外）

· 狭缝阀VAT系列02 MonoVAT，氟橡胶/金属密封

· 高压泵Pfeiffer HiPace 700 DN 200，包括控制器

· 由共用干式前置真空泵泵送，真空表Inficon BPG 400用于前置和高真空测量

· 特高压闸阀VAT系列10（两位），无颗粒排气阀

· 箝位电路

· 200MM非模块化晶圆夹头，水冷

· 射频偏压设备，包括电源AE Dressler Cesar 136（600W）和可调匹配
· SEQ151E（配备改进的均匀性套件），配备Al2O3反应器、MF发生器AE Dressler LFGS 1250和微波点火装置

· 带铝金属笼的蚀刻工艺套件（Al2O3）

· 工艺气体用带MFC的储气箱：氩气，切断阀

· 用于腔室调节的石英灯（3x 500W）

· 集成输入/输出子系统，100 MB以太网

· 防护罩（共3套）
5.1.3.2 直流溅射钼工艺腔室（模块）带FLEXICATH
· 不锈钢腔室，带CF-F法兰（磁控管法兰除外），水冷

· 狭缝阀VAT系列02 MonoVAT，氟橡胶/金属密封

· 8F IS上的低温泵系统CTI，DN 200 ISO-CF泵法兰，带快速再生的智能低温泵系统，共享CTI IS 1000低温压缩机

· 由共用干式前置真空泵泵送，真空表Inficon BPG 400用于前置和高真空测量

· 特高压闸阀VAT系列10（两位），无颗粒排气阀

· 无卡，荫罩D203

· 200MM静电（ESC）吸盘，可加热至350°C温度，背面有活性气体传导

· DC FLEXICATH平面磁控管阴极ARQ 151M-DF-8”，带旋转磁铁系统、直接靶冷却板和300 mm靶夹紧环、变频器、提升装置

· 反应溅射屏蔽套件ISO D300，v4

· 直流等离子电源Advanced Energy（AE）Pinnacle 20 kW

· 流通晶圆背面气体氩气；工艺气体：氩气；带切断阀和带MFC的储气箱

· 集成输入/输出子系统，100 MB以太网

· 腔室调节用石英灯（3 x 500W）

· 防护罩（共3套）

5.1.3.3 直流脉冲溅射氮化铝工艺腔室（模块）带FLEXICATH

· 不锈钢腔室，带CF-F法兰（磁控管法兰除外），水冷

· 狭缝阀VAT系列02 MonoVAT，氟橡胶/金属密封

· 8F IS上的低温泵系统CTI，DN 200 ISO-CF泵法兰，带快速再生的智能低温泵系统，共享CTI IS 1000低温压缩机

· 由共用干式前置真空泵泵送，真空表Inficon BPG 400用于前置和高真空测量

· 特高压闸阀VAT系列10（两位），无颗粒排气阀

· 无卡，荫罩D203

· 200MM静电（ESC）吸盘，可加热至350°C温度，背面有活性气体传导

· DC FLEXICATH平面磁控管阴极ARQ 151M-DF-8”，带旋转磁铁系统、直接靶冷却板和304 mm靶夹紧环、变频器、提升装置

· 反应溅射屏蔽套件ISO D304，v4

· 直流脉冲等离子体电源Advanced Energy（AE）Pinnacle Plus 20 kW（2x 10kW主/从）

· 射频偏置设备，包括电源射频发生器300W（高精度）和可调匹配网络

· 流通晶圆背面气体氩气；工艺气体：氩气；带切断阀和带MFC的储气箱

· 集成输入/输出子系统，100 MB以太网

· 腔室调节用石英灯（3 x 500W）

· 防护罩（共3套）

5.1.3.4 使用ARQ-XT直流脉冲溅射氮化铝（AlN）/氮化铝钪（AlScN）的工艺模块

· 不锈钢腔室，带CF-F法兰（磁控管法兰除外），水冷

· 适配器法兰

· 狭缝阀VAT系列02 MonoVAT，氟橡胶/金属密封

· 8F IS上的低温泵系统CTI，DN 200 ISO-CF泵法兰，带快速再生的智能低温泵系统，共享CTI IS 1000低温压缩机

· 由共用干式前置真空泵泵送，真空表Inficon BPG 400用于前置和高真空测量

· 特高压闸阀VAT系列10（三位）开/关/节流、无颗粒排气阀

· 无卡，荫罩

· 200MM静电（ESC）吸盘，可加热至350°C温度，背面有活性气体传导

· 直流平面磁控管阴极ARQ320DC D340，带旋转磁铁系统（磁铁提升），直接目标冷却，阳极安装在340 mm目标源上，提升装置

· 溅射屏蔽变焦套件D340，带气体分配环

· 直流脉冲等离子体电源Advanced Energy（AE）Pinnacle Plus 20 kW（2x 10kW主/从）

· 射频偏置设备，包括电源AD Tec射频发生器300W（高精度）和可调匹配网络

· 流通晶圆背面气体氩气；工艺气体：氩气；带切断阀和带MFC的储气箱

· 集成输入/输出子系统，100 MB以太网

· 腔室调节用石英灯（3 x 500W）

· 不锈钢防护罩（共3套）

5.1.3.5直流脉冲溅射钼（Mo）Lift-Off工艺枪术（模块）带FLEXICATH

· 不锈钢腔室，带CF-F法兰（磁控管法兰除外），水冷

· 狭缝阀VAT系列02 MonoVAT，氟橡胶/金属密封

· 8F IS上的低温泵系统CTI，DN 200 ISO-CF泵法兰，带快速再生的智能低温泵系统，共享CTI IS 1000低温压缩机

· 由共用干式前置真空泵泵送，真空表Inficon BPG 400用于前置和高真空测量

· 特高压闸阀VAT系列10（两位），无颗粒排气阀

· 无卡，荫罩D203

· 200MM静电（ESC）吸盘，可加热至350°C温度，背面有活性气体传导

· DC FLEXICATH平面磁控管阴极ARQ 151M-DF-8”，带旋转磁铁系统、直接靶冷却板和300 mm靶夹紧环、变频器、提升装置

· 反应溅射屏蔽套件ISO D300，v4

· 直流等离子电源Advanced Energy（AE）Pinnacle 20 kW

· 流通晶圆背面气体氩气；工艺气体：氩气；带切断阀和带MFC的储气箱

· 集成输入/输出子系统，100 MB以太网

· 腔室调节用石英灯（3 x 500W）

· 防护罩（共3套）

5.1.3.6 工厂验收
原厂的初始验收测试包括：
· 真空和功能测试

· 工艺过程演示

5.1.3.7 供应商培训
· 4人5天原厂培训

5.2   现场验收工艺规范

· 供应商将为下面列出的每个工艺提供BKM（最知名的方法）文件

· 除BKM外供应商还应满足以下工艺规范：

工艺一： 钼电极溅射沉积

	明细
	单位
	技术指标

	薄膜厚度
	[nm]
	300 ± 5

	片内厚度均匀性(1σ)
	[%]
	≤ 1.1

	片间厚度均匀性(1σ)
	[%]
	≤ 0.3

	片内电阻均匀性(1σ)
	[%]
	≤ 1.1

	片间电阻均匀性(1σ)
	[%]
	≤ 0.5

	电阻率
	[uOhms*cm]
	≤ 14

	片电阻
	[Ohms/sq]
	≤ 0.6

	沉积速率（13.0kW） 
	[nm/s]
	≥ 12.0

	吸盘温度
	[°C]
	350

	薄膜平均应力
	[MPa]
	0 ± 50

	片内应力范围
	[MPa]
	≤ 500

	片间应力范围
	[MPa]
	≤ 25

	Mo<110> XRD半高宽
	[°]
	< 2.0

	表面粗糙度
	[nm]
	< 0.5

	薄膜密度
	[g/cm3]
	≥ 10.0

	靶材寿命
	[kWh]
	> 1200

	挡板寿命
	[kWh]
	> 600

	晶圆吞吐量
	[wph]
	> 17

	>0.7um颗粒物增加量
	[adders]
	<100

	>0.7um传送测试颗粒
	[adders]
	<60


工艺二：（冷）钼溅射沉积
	明细
	单位
	技术指标

	薄膜厚度
	[nm]
	90 ± 5

	片内厚度均匀性(1σ)
	[%]
	≤ 1.2

	片间厚度均匀性(1σ)
	[%]
	≤ 0.3

	片内电阻均匀性(1σ)
	[%]
	≤ 1.2

	片间电阻均匀性(1σ)
	[%]
	≤ 0.3

	电阻率
	[uOhms*cm]
	≤ 12

	片电阻
	[Ohms/sq]
	≤ 1.33

	沉积速率（13.0kW） 
	[nm/s]
	0.65 ± 0.1

	吸盘温度
	[°C]
	室温

	薄膜平均应力
	[MPa]
	n.a.

	片内应力范围
	[MPa]
	n.a.

	片间应力范围
	[MPa]
	n.a.

	Mo<110> XRD半高宽
	[°]
	n.a.

	表面粗糙度
	[nm]
	<0.5

	靶材寿命
	[kWh]
	> 1200

	挡板寿命
	[kWh]
	> 600

	晶圆吞吐量
	[wph]
	> 14

	>0.7um颗粒物增加量
	[adders]
	<100

	>0.7um传送测试颗粒
	[adders]
	<60


工艺三：氮化铝种子溅射沉积
	明细
	单位
	技术指标

	薄膜厚度
	[nm]
	30 ± 5

	片内厚度均匀性(1σ)
	[%]
	≤ 3.0

	片间厚度均匀性(1σ)
	[%]
	≤ 1.0

	沉积速率（7.5kW） 
	[nm/s]
	≥ 1.0

	吸盘温度
	[°C]
	300

	靶材寿命
	[kWh]
	> 1200

	挡板寿命
	[kWh]
	> 150


工艺四：氮化铝压电薄膜溅射沉积(带ARQ-XT）
	明细
	单位
	技术指标

	薄膜厚度
	[nm]
	1000 ± 5

	片内厚度均匀性(1σ)
	[%]
	≤ 0.2

	片间厚度均匀性(1σ)
	[%]
	≤ 0.2

	沉积速率（13.0kW） 
	[nm/s]
	≥ 1.1

	吸盘温度
	[°C]
	300

	薄膜平均应力
	[MPa]
	0 ± 300

	片内应力范围
	[MPa]
	≤ 115

	片间应力范围
	[MPa]
	≤ 35

	AlN<002> XRD半高宽
	[°]
	< 1.4

	表面粗糙度
	[nm]
	< 2.2

	折射率@633nm
	
	2.06 - 2.10

	靶材寿命
	[kWh]
	> 300

	挡板寿命
	[kWh]
	> 150

	晶圆吞吐量
	[wph]
	≥ 2.4

	>0.7um颗粒物增加量
	[adders]
	<25

	>0.7um传送测试颗粒
	[adders]
	<50


	5．3  软件要求
	

	
	需求号
	需求

	
	5.3.1
	通过VPN/Internet连接远程访问

	
	
	 

	
	5.3.2
	免费的标准软件升级机器的寿命  

遵守约定的规范，解决安全问题  

和/或修复bug

	
	5.3.3
	工厂主机的SECS接口。  

系统必须有SMIF通信接口。


	5.4 安装要求
	

	
	需求号
	
	需求

	
	5.4.1
	
	安装TBD

	
	
	
	需预清洗、包装和运输的设备  

	
	5.4.2
	
	符合上述洁净室规范  

	
	5.4.3
	
	CAD设备配置布局图  

	；
	
	
	设备搬进去之前至少两个月提供设备1:1布置图及设施连接表  




	5.5 厂务要求
	

	
	需求号.
	需求

	
	5．5.1
	公用设施登记:设施要求

	
	5．5.2
	电力: 设施需求

	
	5．5.3
	真空泵: 设施需求

	
	5．5.4
	废弃处理

	
	5．5.5
	设备要求清单交货:交货后2周 

	5.6 对供应商的要求
	

	
	需求号
	需求

	
	5.6.1
	设备要求清单交付:交付后2周响应时间:<2小时，现场工程师  

	
	5.6.2
	电话/邮件回复时间:< 1小时  

	
	5.6.3
	备件发货时间:< 24小时  


在FAT之前和hook之后，供应商服务工程师应在业主工程师电话之后的2小时内到现场支持，服务时间定义为每天00:00~24:00。  

完成FAT后，供应商服务工程师应在业主工程师拜访后4小时内到现场支持。服务时间定义为每天08:00~20:00，其他时间供应商应每天00:00~24:00响应业主工程师。 

	5.7 设备能力要求

	需求号
	需求
	

	5.7.1
	正常运行时间> 95%

	5.7.2
	平均无故障工作时间> 250h

	5.7.3
	最长修理时间 < 4h


5.8维护

	
	需求号
	需求

	
	5.8.1
	供应商应提供与这些相关的工艺室和设备系统的PM程序  

	
	
	

	
	5.8.22
	供应商应负责在验收后24个月内对该工具进行PM。  

	5.9. 备住
	

	
	需求号
	需求

	
	5.9.1
	供应商将提高所有腔室的维护部件，快速更换部件，清洁部件

	
	
	

	
	
	

	
	5.9.2
	供应商在24个月内将提供所有PM和故障排除的部件  

	
	
	


5.10. 安全

	
	需求号
	需求
	

	
	5.10.1
	设备的所有部分和整体应符合CE的要求。  
	

	
	
	设备应经过CE认证并有标记。  
	

	
	5.10.2
	设备应符合SEMI S2安全规定  
	

	5.11 .说明书和图纸
	
	

	
	需求号.
	需求
	

	
	5.11.1
	供应商应在订购后4周内交付所有手册。  
包括PM/工艺/电气原理图/零件清单  
	

	
	5.11.2
	供应商将在采购订单后4周内提供第一级连接所需的CAD图纸、防震脚和设施要求。  
	

	5.12. Training
	
	

	
	需求号
	需求
	

	
	5.12.1
	免费提供技术培训
	

	
	5.12.2
	先进的维护方法
	

	
	5.12.3

	供应商将为业主员工提供2周的现场培训，包括基本的系统维护、诊断和维修。 只有经过培训的业主员工(工程师或同等人员)在没有供应商支持的情况下，能够正确地执行所列项目(工具仍符合规范和要求)，该培训才被视为已完成。  

供应商将为业主提供2周的现场维护培训。 

供应商应向业主提供所有可购买的额外培训能力清单，如录像带、cd和其他场外和现场的课程。  
	

	5.13. 保修期
	
	

	
	需求号
	需求
	

	
	5.13.1
	机台验收后12个月的售后服务期
供应商服务应遵循以下原则 ： 

供应商应在质保期内免费支持非消耗性部件，消耗性部件和使用寿命由供应商和业主共同确定，供应商应在采购订单后4周交付所有部件清单。  
	


6. 定义
6.1 正常工作状态
正常操作条件是指没有来自气源的污染物，维修后不适当的清理程序，或其他异常来源。验收测试期间应适用正常操作条件。 

6.2. 工艺能力指数
6.2.1. 晶圆生产量= 晶圆数量/((装货时间-卸货时间))
6.2.2. 晶圆片内均匀性= 标准dev. (1s)的测量值/平均值  
6.2.3 晶圆对晶圆(WTW)均匀度=晶圆平均值的1s /平均值的平均值  

6.2.4 均匀度= 1片的测量值(49点)/平均值  

6.2.5 最大-最小均匀度(片内) =最大-最小(测量值)/2平均值
6.2.6最大-最小均匀度(片间) =最大-最小(平均值)/2平均值平均值 

6.3 深宽比

深宽比定义：沟高与沟宽之比(例如，一个5μm深的沟宽为1um，其长径比为5:1或简单的5)。  
6.4. 台阶覆盖

台阶覆盖是指台阶或沟槽侧壁上的薄膜厚度/晶圆表面公称薄膜厚度。

6.5. 薄膜应力

通过扫描平行于平片的SiO2测试片，测量了溅射前后的薄膜应力。 减去曲率得到薄膜应力，其中正值(+)代表拉应力，负值(-)代表压应力。 扫描长度为180毫米
6.6. 反射率

反射率是沉积薄膜在给定波长上的反射强度，反射率将在436nm处测量。

6.7. 颗粒量测

缺陷密度是通过给定过程(或过程步骤)的粒子加法器除以测量区域来测量的， 计算小于或等于0.3μm的缺陷。

6.8. Wafer边缘去除
在进行缺陷密度测量或均匀性测量时，与被排除的区域相对应的到晶圆边缘的距离。 本文件中的所有规格均适用于距晶圆边缘5mm的有效薄膜，且在晶圆边缘3mm处无金属薄膜沉积。 
6.9 现场工程支持
在接受订单后的14天内，供应商将向业主确定现场工程支持的主要和次要联系人。FAT服务时间从0:00到24:00，应在业主致电服务工程师后2小时内给予现场工程支持。  

在hook up与FAT之间, 供应商服务工程师应在业主工程师来电后2小时内到现场提供支持。 服务时间定义为每天00:00~24:00。

完成FAT后，供应商服务工程师应在业主工程师致电后4小时内到现场支持。 服务时间定义为每天08:00~20:00，其他时间供应商应每天00:00~24:00响应业主工程师。  

6.10 正常运行时间
正常运行时间等于  

(总时间-计划外停机时间)/总时间x 100%。  

四、技术参数（03包）
设备在工厂内验收要求
货源检查（也称为工厂检查或预验收）的目的是确保系统能够满足系统规范，且无任何硬件或软件相关问题，并验证是否符合装机计划。装运前，应尽一切努力充分证明机器的状况，以将对双方的风险降至最低。双方同意，化学品不会在源头检查时提供。
设备最终验收要求
最终验收的目的是确保系统能够满足所有已发布的系统规范，以及本规范中列出的所有附加要求。在本规范最终验收签字页上要求的各方签字之后，最终验收将被视为完成。
设备配置及验收标准
1、机器框架平台

框架为三层结构，上层为电控系统、中间为工艺处理模块，下层为供液及排废系统、保障系统接口。

2、基片规格

圆基片：                 8"&6"标准圆形基片

材质：                   Si

类型：                   Notch

Wafer翘曲传送规格：      +1mm（︶） / - 1mm（︵）（有翘曲需要隔槽放置）
3、盒站部分

盒站数量：               2个

片盒类型：               Open Cassette

晶圆状态检测：           对射式传感器  

取送方式：               片到片

RFID:              无    □  有  品牌：OMRON，型号V640-HS61    □ 其他
（请选一项，如选其他请注明品牌和型号）
E84模组：          无   □  有  品牌：HOKUYO，型号DMG-HB1-Z03  □ 其他
（请选一项，如选其他请注明品牌和型号）
4、传片单元

晶片传送方式：           高效机器人自动传送

机器人：                 双臂、真空吸附晶片

机器人转轴：             4轴（R1，R2，Z，θ）

重复定位精度：           ±0.1mm以内（双臂）

手指材质：               陶瓷

晶圆检测：               数字真空传感器

对中方式：               1个光学对中（精度±0.1mm）
1个机械对中（精度±0.2mm）
FFU:                     0.13um以上去除率99.9995%

视频监控功能:            有（可存储25天视频）
5、涂胶单元              2个                  

5.1 COT1&离心机转速
       最大转速：         6000 rpm（空载）
       额定转速：         5000 rpm

最大加速度：       30000rpm/s
       最小调整量：       1rpm

转速精度：         ±1rpm（50 rpm～5000 rpm）
5.2 吸盘(Chuck)
与晶圆接触模式：   小面积接触
夹持方式：         真空吸附
吸盘真空检测：     数显真空压力传感器
材质：             PPS

5.3 收集杯(CUP)      1套
材质：             阻燃PP， 气液分离排放
5.4 COT2滴胶机构
滴胶臂：          1套
动作方式：        电缸驱动
COT1供胶系统：    ＜20000cp高精度电动泵（1-20ml精度 ±0.1ml）

＜10000cp高精度电动泵（1-15ml精度 ±0.1ml）

＜2000cp高精度电动泵（1-8ml精度 ±0.1ml）

COT2供胶系统：    ＜50cp精密点胶机，针筒容积50cc，精度 ±0.5ml（针筒出口通过管路连接通断阀，通断阀出口通过管路连接到Nozzle，）针筒人工更换
5.5 清洗机构
清洗臂：          1套
动作方式：        电缸驱动
喷嘴数量：        2
喷嘴种类：        1RRC  OD 4mm  （可用做Pre-wet和Cup clean）
                  1EBR  ID 0.25mm
5.6 背洗机构
喷嘴数量：        2个 
       喷嘴尺寸：        ID 0.7mm
       调整方式：        手动角度调整              
5.7 Auto damper:                    有  
5.8 Shutter:                        有
5.9 PR Bath                         有

5.10 进风滤网:                       有，0.13um以上去除率99.9995%

5.11腔体温度、 湿度实时数值监控:    有    
5.12腔体排风实时数值监控:           有
5.13视频监控功能:                   有（可存储25天视频）
5.14 腔体温湿度控制：               THC自动控制（COT和DEV腔共用1个THC）
5.15 腔体温度精度：                 22~24℃±0.2℃
5.16 腔体湿度精度：                 40~50%±1%
5.17 PR温度控制系统：                 23℃±0.5℃

显影单元                        

6.1 离心机转速
       额定转速：         3000 rpm

最大加速度：       20000rpm/s
       最小调整量：       1rpm

转速精度：         ±1rpm（50 rpm～3000 rpm）
6.2 吸盘(CHUCK)

与晶圆接触模式：   小面积接触
夹持方式：         真空吸附
吸盘真空检测：     数显真空压力传感器
材质：             PPS
6.3收集杯(CUP)

材质：                      PP， 气液分离排放
6.4 ARM1系统                    1套
悬挂喷嘴：                 喷嘴 1个(H型喷嘴) 

喷嘴方式：                 H型喷嘴

供应管径：                 φ6.35mm

6.5 ARM2系统                   1套
悬挂喷嘴：                 喷嘴 2个（1路柱状定影液，1路N2）
喷嘴方式：                柱状
供应管径：                 φ6.35mm

6.6背面清洗（BSR）：           1路（DIW）
6.7 N2背喷保护环：             1路  
6.8 Shutter：                   有
6.9显影液温控系统:             有(23℃±0.5℃)
6.10 进风滤网:                       有，0.13um以上去除率99.9995%

6.11腔体温度、 湿度实时数值监控:    有    
6.12腔体排风实时数值监控:           有
6.13视频监控功能:                   有（可存储25天视频）
6.14 腔体温湿度控制：               THC自动控制（COT和DEV腔共用1个THC）
6.15 腔体温度精度：                 22~24℃±0.2℃
6.16 腔体湿度精度：                 40~50%±1%
7、喷胶单元                      

7.1 离心机电机

额定转速：               0～100rpm

转速最小调整量：         1rpm

转速精度：               ±5rpm（1～100rpm）

功率：                   2200 W

额定扭距：               10.5 N.M

7.2 承片台

晶片接触方式 ：          真空吸附

材料：                   AL

吸附真空度检测：         数显压力传感器 (-100～0 Kpa)

7.3热板

温度范围：               50℃-90℃
精度：                   ±3%

7.4收集杯材质：                  PP(聚丙烯)

7.5超声波喷嘴

频率：                  120KHz

最大流速：              0.35ml/s

平均颗粒直径：          18μm

7.6电动机械组合缸

X轴扫描范围:           500mm

Y轴扫描范围:           400mm

精度：                  ±0.1mm 

7.7电动升降机构                  1套

7.8 FFU：                         0.3um以上去除率99.99%

7.9腔体温度、 湿度实时数值检测:   有

7.10腔体排风实时数值检测:         有

8、热盘单元

热盘数量：              4个

温度范围：              50℃～250℃
最小调整量：            0.1℃
温度均匀性：            50℃～120℃ ±0.5℃
120.1℃～200℃ ±1.5℃
200-250℃±3℃

温控方式：         PID算法
双段报警：         温度双段监控
热盘表面材料：     铝制硬质阳极化
 接触间隙：         0.2mm
支柱材质：         SUS304+Vespel
PIN控制方式：     电缸控制
PIN高度：         0-15mm
排风压力检测：     有
Shutter:             有   
上盖加热：         有
9、冷盘单元

冷盘数量：              2个

温度范围：              20℃～25℃
最小调整量：            0.1℃
温度均匀性：            20℃～25℃     ±0.2℃
温控方式：              PID算法

监控报警：              温度上下限监控

冷盘表面材料：          铝制硬质阳极化

接触间隙：              0.2mm

支柱材质：               SUS304+VESPEL

PIN控制方式：           气缸控制
PIN高度：              15mm
10. 增粘单元                 1个
预处理溶剂：            HMDS

预处理方式：            腔池内，真空环境、热板加热并气化喷洒HMDS

腔池作业真空度：        -5 ～-20 kPa

腔池真空度检测：        数字真空传感器

温度范围：               50℃～180℃ 

最小调整量：             0.1℃
温度均匀性：             50℃～120℃ ±1℃
120.1℃～180℃ ±1.5℃
温控方式：               PID算法

温度报警：               温度监控

热盘表面材料：           铝制硬质阳极化

接触间隙：               0.2mm

支柱材质：               SUS304+ VESPEL

Tank数量:              2 sets in total（1个原液罐（10L），1个发泡罐（1L））
11 THC                       1台
       温度范围：            22~24℃
       匀胶腔体温度精度：    23℃±0.2℃
       湿度范围：            40~50%
       匀胶腔体湿度精度：    45%±1%
       风量：                13~20m³/min
净化间环境温度22-24℃，湿度40-50%，温度变化1℃/h、湿度变化5%/h以内，能够满足温湿度控制要求

12、化学品供应

12.1 光刻胶：

种类：         4种

容积：         1G

供应方式：    ＜20000cp高精度电动泵（1-20ml精度 ±0.1ml）

＜10000cp高精度电动泵（1-15ml精度 ±0.1ml）

＜2000cp高精度电动泵（1-8ml精度 ±0.1ml）

＜50cp精密点胶机，针筒容积50cc，精度 ±0.5ml（针筒出口通过管路连接通断阀，通断阀出口通过管路连接到Nozzle，）针筒人工更换
12.2 喷胶用
种类：                       1种

供应方式：                   高精度计量泵
容积：                       1G
光刻胶检测：                 称重传感器
12.3光刻胶清洗液：
种类：            Solvent（OK73）
容积：            5加仑
供应方式：        氮气压力罐 （两两不间断自动供液）
压力罐数量：      2个  
                  Tank1&2 for COT1&2
过滤器：          0.1μm
Tank1&2共用1个
过滤器：          0.1μm
Tank1&2共用1个
Tank3&4共用1个
12.4 流量控制：      数字流量计，用于Solvent流量监测，可形成log
                    EBR、BSR、RRC 采用针阀和超声波流量计
EBR 流量范围：20 - 200mL/min，精度：±2%
                    BSR 流量范围：20 - 200mL/min，精度：±2%
RRC 流量范围：200 - 200mL/min 精度：±2%
12.5 显影液（TMAH）

种    类：                     1种

贮存液罐：                     2个5加仑(两两不间断供液)
Tank3&4 for DEV1&2

供应方式：                     N2压出

加注方式：                     厂务自动补液

检测方式：                     光电传感器检测

流量范围及精度：               150-1500ml/min，精度：±2%
溶剂过滤：                      有，0.1um

12.6定影液供应：                       1种DIW
DI供给：                      工厂供应
流量范围及精度：               150-1500ml/min，精度：±2%
13、系统控制

控制系统：                   工控机

显示系统：                   15英寸触摸屏

操作系统：                   Windows7
控制界面：                   图形化人机界面

通信方式：                   以太网

信号塔类型：                 红、黄、绿3色

双硬盘备份：(请选其中一项)   
    无 
□  单独备一块移动硬盘，供拷贝数据使用

            □  Raid1功能，数据同时向两块硬盘存储数据

喷涂和旋涂机模块的最终验收测试规范
1. 喷胶单元

1.1. 正胶喷胶厚度和均匀性
产出率：> 4 wafers/hr
   

光阻厚度 ：(AZ 4999)

8 ± 0.5µm
   

均匀性（片内）：
± 12%
   

均匀性（片间）：

± 5%
   

颗粒数（2.5um）
；    < 10
   

1.2. 负胶喷胶厚度和均匀性
产出率：> 6 wafers/hr
   

光阻厚度 ：(AZ nLOF2070)*

6 ± 0.5µm

   

均匀性（片内）：
± 12%
   

均匀性（片间）：

± 5%
   

颗粒数（2.5um）
；    < 10
1.3. 负胶形貌覆盖

[image: image2.png]



	点
	厚度

	  T1
	8µm ± 0.5µm

	T2
	Min 0.5µm

	T3
	Max 16µm

	T4
	Min 5µm

	T5
	Min 5µm


条件：点T1和T2最小距离100um
点T2为上角
点T3在空腔的中间高度
点T3和T4最小距离100um
点T5和T4最小距离500um
2. HMDS 模块

接触角（硅衬底）     65±5︒
3. 光阻温度精度
光阻温度      ± 0.2
°C

4. 匀胶模块EBR(edge bead removal)

边缘控制范围：    0 - 10
mm
最小调整量：0.1
mm
宽度均匀性（1um胶厚）：± 200
µm
5. 显影液温度控制精度
显影液温度控制：± 0.2
°C
6. 匀胶单元：机械/工艺颗粒
衬底表面颗粒> 0.2 µm*

< 17


衬底背面颗粒> 0.2 µm**

< 750


*晶圆表面颗粒（在传输过程中粘附到表面）-在使用DS标准流通过设备传每个晶圆上大于0.2µm的颗粒的数值增加应小于等于17。在此测试期间，将一个白色晶片放置在系统顶部，并从结果中扣除加法器的数量。，

**晶圆背面颗粒–在抛光面朝下连续传输25个未加工晶圆后，25个晶圆上大于0.2µm的颗粒数量增加应低于1000个颗粒。合作项目-瞄准<1000个粒子加法器>0.2µm。

颗粒测试标准
Acc值单位

颗粒大小：                                        ≥0.2um
通过设备的次数：1#
每次测试的测试晶片数量（表面粒子）：              3#
每次测试的测试晶片数量（背面粒子）：              25#
测试次数：                                        3#
测试符合规范限值：                                100%
裸硅测试晶片是/否：                               是

测量边缘排除：                                    10 mm

7. 匀胶单元：光阻厚度非均匀性

	片间均匀性 (um)
	 
	WW Uniformity (%)

	目标
	Pass/Fail
	
	Target
	

	<1um(≤3%)
	 
	
	< 3%
	 

	50um~80um(≤6.0%)
	 
	
	< 6 %
	 

	100um-120um(≤10%)&2n spin coating 
	 
	
	< 10 %
	 


抵抗不均匀性标准
Acc值单位

每个光阻厚度的测试晶片数量             25#
每个光阻厚度的试验次数                 2#
测试符合规范限值                       100%
裸硅测试晶片                           是

测量边缘排除                           10 mm
第5章 附件--投标文件格式

附件 1. 投标书

致：招标代理机构
根据贵方为                      项目招标的投标邀请                        
（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表                 

           (投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式四份。

1. 开标一览表

2. 投标报价明细表

3. 货物说明一览表

4. 按招标文件要求提供的其它全部文件

5. 已交纳投标保证金，金额为                                    
据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 所附投标表中规定的投标报价为               元（即：大写金额            ）。

2) 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3) 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4) 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

5) 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

6) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：                    


电话：                                  传真：                     


投标人代表姓名、职务（印刷体）：                                   

投标人名称：          （公章）       


授权代表签字：                      日期：      年     月    日

附件 2. 开标一览表

项目名称：                                            项目编号：
	包    号
	

	投 标 人
	

	投标报价

（现场交货价）
	大写金额：人民币                     圆整

小写金额：￥                          .00

	交货期
	

	交货地点
	

	投标保证金
	

	其他声明
	


投标人名称并加盖公章：                        
授权代表签字：                      
日期：        年     月     日

附件 3. 投标报价明细表

项目名称：                                            项目编号：

包号：

	序号
	名  称
	制造商名称
	生产地
	数 量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注1：投标报价应包含招标文件所要求的项目实施的全部费用。

注2：如果不提供详细的报价明细表将被拒绝。

投标人名称并加盖公章：                        
授权代表签字：                      
日期：        年     月     日

附件 4. 货物说明一览表

项目名称：                                            项目编号：

包号：

	序号
	产品名称
	技术参数说明
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称并加盖公章：                        
授权代表签字：                      
日期：        年     月     日

附件 5. 技术参数偏离表

项目名称：                                            项目编号：

包号：

	序号
	产品名称
	招标规格
	投标规格
	正/负/无偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称并加盖公章：                        
授权代表签字：                      
日期：        年     月     日

附件 6. 商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

包号：

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	正/负/无偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称并加盖公章：                        
授权代表签字：                      
日期：        年     月     日

附件 7. 投标人资格证明文件

7-1  营业执照复印件

（投标人需提供最新三证合一的营业执照复印件，并加盖投标人公章）

7-2  投标人的资格声明

1. 名称和概况：

A. 投标人名称：                                                   
B. 地址：                             邮编：                  
传真／电话：                                                   
C. 成立日期或注册日期：                                           
D. 实收资本：                                                     
E. 最近年度资产平衡表（到           时为止）

a. 固定资产：                          
b. 流动资产：                          
c. 长期债务：                          
d. 流动债务：                          
e. 净资产：                            
F. 投标人法定代表人名称：                   
G. 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

2. 开户银行名称和地址：                                               
3. 所属财团（如有的话）：                                              
4. 其它情况（年表、组织、机构等）：                                    
就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：                        
授权代表签字：                      
日期：        年     月     日

7-3  声明

声明内容：

1. 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

2. 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

注：声明函必须加盖公章，格式自拟。
附件 8. 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：                        

法定代表人签字：                              

代理人（被授权人）签字：                      
日期：        年     月     日

附件 9. 投标人基本情况表

	单位名称
	
	法定代表人
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	单位地址
	

	经营范围
	

	开户银行
	
	银行账户
	

	联系人
	
	联系电话
	

	基本情况
	


投标人名称并加盖公章：               

法定代表人或授权代表签字：              
日期：_____         

附件 10. 业绩证明文件

	序号
	行业类型
	项目名称
	起止时间
	业务描述
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应对近2019年1月1日至开标之日做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、双方单位名称、合同双方印章签字页、合同金额页、主要内容页、签订时间等信息内容。）

投标人名称并加盖公章：               

法定代表人或授权代表签字：              
日期：_____         

附件 11. 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

包括但不限于：1）综合技术性能
2）售后服务方案
附件 12. 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

